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摘要(译)

公开了一种植入物和制造植入物的方法。植入物具有限定腔的壳体。所
述壳体包括传感器，所述传感器包括附接到隔膜的基部，其中所述基部
可定位在所述腔内。传感器可以是电容式压力传感器。隔膜可以连接到
壳体以气密地密封所述壳体。传感器可包括位于隔膜上的电触点。基座
可以限定电容间隙和通风口，其中电极可以定位在所述电容间隙内，使
得至少一部分电触头延伸通过通风口。植入物可包括与传感器电连通的
线圈，所述线圈可定位在所述壳体内。具有至少一个部件的印刷电路板
可以连接到浮动基座。
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